
HP-Master® Lisovacia vložka pre
ploché konektory und dutinky
bez izolácie, 0,5 bis 2,5 mm²

Artikelnummer 757-N
Gewicht 0.063kg

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften
Kombinované výrobky 12490 , 11799
Typ balenia 1
Rozsah lisovania 0,5 - 2,5 mm²
Rozsah použitia Ploché kolíky a objímky bez izolácie
Šírka krytia 4,8 mm
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